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Reévision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CE] est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu'il refléte bien
’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a ’établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus aupres des Comités nationaux de la CEI et en consul-
tant les documents ci-dgssous:

Bulletin de la CEI

Rapport d’activité de la CEI
Publié annuellement

®  Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Termihologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général étant publié¢ séparément. Des détails complets sur le
V.E.L. peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication
ont été soit repris du V.E.L, soit spécifiquement approuvés ad
fins de cette publication.

Symboles graphiques et litteraux

cifiquement apprauvés auX\finsde cette publication.

Les symboles littéraux pour les dispositifs 4 semiconducteurs
et les microcircuits intégrés font 'objet de la Publication 148 de
la CEL

Autres publications de la CEI établies par le méme
Comite d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the 1EC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

I E C Bulletin

Report on IEC Activities
Published yearly

®  Catalogue of IEC
Published yearl

Theterms g@nd definitions contained in the present publication
ave either been taken from the 1.E.V. or have been specifically
oved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols
For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— 1EC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— I1EC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from 1 EC Publications 27 or 117, or have
been specifically approved for the purpose of this publication.

The letter symbols for semiconductor devices and integrated
microcircuits are contained in 1EC Publication 148

Other I1EC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back

cover, which lists other I EC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Premier complément a la Publication 147-5 (1977)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Cinquiéme partie: Essais mécaniques et climatiques

PREAMBULE

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CE J-e
leurs regles nationales le texte de la recommang qation de IF:

Comités nationaux adoptent dans
i fes conditions nationales le permettent.

Elle constitu i nplé ublication 147-5 de la CEI, Cinquiéme partie (1977):
Essais mécaniq ique

Bureau Central)532, 556, 609, 652, 700 et 760, furent soumis a I’appro-
aux suivant la Reégle des Six Mois de juillet 1974 a juillet 1979. (Les trois

soumise a ’approbation des Comités nationaux selon la Procédure des Deux Mois en septembre 1979,

Les Comités nationaux des pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publi-
cation de (ou ont voté contre) tout ou partie de ce complément, conformément au tableau suivant:
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

First supplement to Publication 147-5 (1977)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS
OF SEMICONDUCTOR DEVICES
AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 5: Mechanical and climatic test methods

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by
National Committees having a special interest therein are represented, express,
consensus of opinion on the subjects dealt with.

sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wisl{ that all 2
text of the IEC recommendation for their national rules in spTar\as mationgl conditions will permit. Any divergence
between the IEC recommendation and the correspnding natiy @
the latter.

ACE_ _
This standard has been px Technidal Committee No. 47: Semiconductor Devices

and Integrated Circuits.
It constitutes the first{supple
Climatic Test Met @

The different drafts 4

47(Central Office)700, i.e. Document 47(Central Office)762, was submitted
ittees for approval under the Two Months’ Procedure in September 1979.

amendment to Docume
to the National Com

The National Committees of the following countries voted explicitly for (or voted against) the
publication of all or part of this supplement, according to the following table:
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Emplacement dans la Chap.1 | Chap. Il Chap. {Il Chap. I | Chap. Il Chap. I1
Publication 147-5A de la CEI art. 6 |paragr. 1.1 paragr. - art. 5 art. 6 art. 9
art. 4,5,6

47(BC) 556 609 532
Pays 760 Art. | 652 Art. 2 Art. 7 700 762
Afrique du Sud (République d°) + + + +
Allemagne . . ... ... .. .. .... + + + + + + +
Argentine . . ... ... ... ... .. +
Australie . . . ... ... ... ... + + + + + +
Belgique . . . . ... ... ... ..., + + + + + + +
Canada. .. ............... + + + + + + +
Chine. . ................. +
Corée (Républiquede) .. . ... ... + +
Danemark . . . ... ... ....... + + +
Egypte . . ... ... ... ... ... + + + + +
Espagne . . ............... + + + I + +
Etats-Unis d’Amérique . . : . .. ... + + + ¥ + + +
Finlande . . . . ... ... ... .... -+
France . . . .. ... ... ....... + — - — - + +
Hongrie . ... ... .. ........ + + +
Isvadl . . . ... ... o000 + +
Italie . .. ... ... ......... + + +
Japon . . ... oL + + + \ + + +
Pays-Bas . . . ... ........... + + + + + +
Pologne . ... ............. + + + +
Portugal . . ... .......... ... +
Roumanie . . ... ........... + & N8 + + + +
Royaume-Uni . . . ... ... ... ./ + + > - * - +
Suéde. . ... ... ... ... .. + — + + +
Suisse . ... & + + + + +
Tchécoslovaquie . . . . .. .. ... .. + + + +
Turquie . ... ... ... ...... + + + + + + +
Union des Républiqt;:/\ %

Socialistes Soviétiques\, . TN + + + +
+ = vote positif = Vgte négati vote pouvant étre considéré comme positif 1) = partiellement
Autres publi ¢ I s ésente norme:
Publicatiop entaux climatiques et de robustesse mécanique.

ssai continu de chaleur humide.

at-D* Essai accéléré de chaleur humide.

Kssai N: Variations de température.

P$sai U: Robustesse des sorties et des dispositifs de fixation.

Essai Z/AD: Essai cyclique composite de température et d’humidité.

Valeurs limites et caractéristiques essentielles des dispositifs a semiconducteurs et principes
généraux de méthodes de mesure, Cinquiéme partie: Essais mécaniques et climatiques.
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Location in Chap. I | Chap. 11 Sigifl) {Il Chap. Il | Chap. II Chap. I1
I EC Publication 147-SA ClL.6 |Sub-cl. L.1 - CL5S ClL6 ClL9
Cl. 4,56
47(CO) 556 609 532
Countries 760 CL 1 652 ClL 2 CL7 700 762
Argentina . . ... ... ... ... .. +
Australia . . ... ... .. ....... + + + + + +
Belgium . ... ...... ... ... + + + + + + . +
Canada. . .. .............. + + + + + + +
China .................. +
Czechoslovakia . . ... ........ + + + +
Denmark . . ... ... ......... + + + +
Egypt. . . . . ... + + + + +
Finland . ................ +
France . ... .. .. .......... + - —~ b - + +
Germany . . . ... ..o + + + + +
Hungary . ... .. ... ........ + + +
Israel . . . ... ... . ......... + + +
Italy ... ... ... ... ... ... + + +
Japan. . . ... oo oL + + + + +
Korea (Republicof). . . . ... . ... + +
Netherlands . . .. ........... + - + < N + +
Poland . . . .. ... ... ....... + + +
Portugal . ... ... ... ... .....
Romania . . ... ... ... ...... + + + +
South Africa (Republicof) . . ... .. + + + +
Spain. . ................. + + + +
Sweden. . ... ............. N 3 — + +
Switzerland . . ... ... ... + + + +
Turkey . . .. ... oL + +
Union of Soviet
Socialist Republics . . ... ... .. +
United Kingdom . .. ......... + < + + — - +
United States of America . . . \ * + +

Full document details: IEC 60147-5A 1981

hange of Temperature.

obustness of Terminations and Integral Mounting Devices.

ssential Ratings and Characteristics of Semiconductor Devices and General Principles of
Measuring Methods, Part 5: Mechanical and Climatic Test Methods.
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Premier compléement a la Publication 147-5 (1977)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Cinquiéme partie: Essais mécaniques et climatiques

CHAPITRE I: ESSAIS MECANIQUES

Page 22

Ajouter le nouvel article suivant:

6. KEssai de robustesse des contacts soudés

6.1 Généralités

6.1.1 Objet

6.1.2

e D est destinée aux contacts soudés internes et consiste en un effort tranchant

y tre une pastille et un substrat ou entre des connexions face-a-face de configu-

ration similaire;

— les éthodes E et F sont destinées aux contacts soudés externes et consistent en une poussée
ou une traction exercée entre une pastille et le substrat.

6.1.3  Description de l'appareillage d’essai (pour toutes les méthodes)

L’appareillage d’essai comprend un matériel approprié permettant d’appliquer la contrainte

spécifiée au contact soudé, au fil de sortie ou a la borne comme requis dans la méthode d’essai

* spécifiée et un appareil de mesure étalonné donnant une indication, en newtons (N), de la

contrainte appliquée au point ou le défaut se produit; cet appareil de mesure doit pouvoir

mesurer les contraintes jusqu’a et y compris 100 mN avec une précision de +2,5mN, les

contraintes entre 100 mN et 500 mN avec une précision de S mN, et les contraintes dépassant
500 mN avec une précision de +2,5% de la valeur indiquée.
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First supplement to Publication 147-5 (1977)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS
OF SEMICONDUCTOR DEVICES
AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 5: Mechanical and climatic test methods

CHAPTER I: MECHANICAL TEST METHODS

Page 23

Add the following new clause:

6. Bond strength test

6.1 General

6.1.1 Object

requirements.

6.1.2  General descriptio

Six meth

— methods E and F are intended for external bonds and consist of a push-off or a pull-off
stress exerted between a die and the substrate.

6.1.3  Description of the test apparatus (for all methods)

The apparatus for this test should consist of a suitable equipment for applying the specified
stress to the bond, lead wire or terminal as required in the specified test method. A calibrated
measurement and indication of the applied stress in newtons (N) at the point of failure should
be provided by equipment capable of measuring stresses up to and including 100 mN with an
accuracy of +2.5 mN, stresses between 100 mN and 500 mN with an accuracy of =5 mN, and
stresses exceeding 500 mN with an accuracy of =+ 2.5% of the indicated value.
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6.2 Méthodes A et B (voir également I'annexe, page 18)
6.2.1 Domaine d'application

Cet essai est prévu pour les contacts soudés entre fil et pastille, fil et substrat ou fil et borne a
intérieur de 'encapsulation de dispositifs a semiconducteurs ou de circuits intégrés dont les
contacts soudés sont réalisés par soudure, thermocompression, ultrasons ou autres techniques
similaires.

6.2.2  Description générale de l'essai

6.2.2.1 Meéthode A: Traction du fil (appliquée séparément aux contacts soudés)

Couper le fil de connexion a la pastille ou au substrat de fagon a pouvoir disposer de deux
extrémités accessibles pour Iessai de traction. Dans le cas ou est court, il peut étre
nécessaire de couper le fil prés d’une de ses extrémités de fagon

traefion jusqu’a rupture soit du fil, soit du contact
squ’a ce qu’une certaine force minimale ait été

gnéments donnés dans ’annexe.

6.2.2.5 Classification des défauts
Quand cela est spécifié, classer comme suit les fils ou contacts soudés cassés:

a) rupture du fil au point de réduction de section (réduction de section due au procédé de
soudure du contact);

b) rupture du fil ailleurs qu’en ce point;
¢) contact soudé défectueux sur la pastille (interface entre le fil et la métallisation);

d) contact soudé défectueux sur le substrat (interface entre le fil et la métallisation), & une borne
du boitier, ou en tout autre point sut la pastille;
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6.2  Methods A and B (see also appendix, page 19)
6.2.1 Scope

This test is intended to be applied to the wire-to-die bond, wire-to-substrate bond, or the wire-
to-terminal bond inside the package of wire-connected semiconductor devices and integrated
circuits bonded by soldering, thermocompression, ultrasonic and other related techniques.

6.2.2  General description of the test
6.2.2.1 Method A: Wire pull (applied to bonds separately)

The wire connecting the die or substrate should be cut so-as to provide two ends accessible
for a pull test. In the case of short wire runs, it may be necessary to cut the
termination in order to allow the pull test at the opposite terminatio
gripped in a suitable device and simple pulling action applied to the wi

of Sub-clause 6.2.2.4) ¢
6.2.2.4).

given imthe appendix.

6.2.2.5 Classification of failures
When specified,,broken wires or bonds should be classified as follows:

a) wire break at neckdown point (reduction of section due to bonding process);

b) wire break at a point other than neckdown;
¢) failure in bond (interface between wire and metallization) at the die;

d) failure in bond (interface between wire and metallization) at substrate, package post or any
point other than at the die;
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e) meétallisation décollée de la pastille;
f) métallisation décollée du substrat ou d’une borne du boitier;
g) cassure de la pastille;

h) cassure du substrat.
Note. — La méthode B n’est pas recommandée pour mesurer la valeur absolue de la robustesse des contacts soudés

(voir annexe). On peut cependant lutiliser pour éprouver la qualité des contacts soudés d’une maniere
comparative au cours des opérations de fabrication.

6.3 Meéthode C

6.3.1 Domaine d'application

Cet essai est normalement prévu pour les contacts soudés %

6.3.2 - Méthode C: Décollage de contact soudé

Saisir ou fixer la sortie ou la borne et le boitiet
effort de décollement, sous I'angle spécifié, ¢

siéte a faire croitre la force de traction jusqu’a la valeur minimale
tare ni de la sortie (ou de la borne) ni du contact soudé¢, ce dernier est

rupture de la sortie (ou de la borne) au point de déformation (région affectée par la
soudure);

b) rupture de la sortie (ou de la borne) en un point non affecté par I'opération de prise de
soudure du contact;

¢) contact soudé défectueux a Iinterface (dans la soudure ou en un point de 'interface entre la
sortie (ou la borne) et le conducteur du circuit-ou du substrat sur lequel le contact soudé a
été réalisé);

d) conducteur décollé du circuit ou du substrat;

e) cassure dans le circuit ou dans le substrat.
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